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Tel.26&00 Berliin, den 2%5.11,.8¢
Aktennotiz

ueber eine Konsultation im MME zu Zykiys II - Fragen

Reisender: G.Hein:z

Ronsult. Kell. Rurzer CETZ21 (Chipmontage-Verantw.):
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Durch CET wurde eine vorlasufige Entwurfsrichtlinie Zykl Il
vebergeben. Es wurden den Entwurf tangierende Fragen eroertert,

QUIL&4:

Thermokompressionsgebondety Golddraht 30umg Chipgroesza:

S.aeé mm; technologische Avsruestungen sind vorhandeny Gehaeuse
warden praoktisch genutzt.

Kontaktzone!

Besteht aqus Metallisierung (Bondinsel-BI) und Eicherheitsabatand;
Groesze 200%200 um. E-Fenster 130#130 um, dh. D-Groesze 140%140 um
bei Thermokompressionsbondung (TC) fuer Plastgeharuse. Bei
Ultraschallbondung (US) sollten EBI unsymmetrisch gestaltet werden
(s.Entwurferichtlinie).

Randaufbau: .
Der Rand ist unter Zwischenlage von Polysil (Haftfestigkeit des
Alul exakt nach gueltigen Abstandsregeln -4 entwerfen.

Randgestaltungen sind von der Technologiegestaltung des Heratellers
abhaengig. Be! anderer Randgestaltung besteht beim Bonden die
Gafahr des Abplotzens der Bondinsel aufgrund des dann anderen
Randwulstes. Eg igt mit Poly-Alu Kontakt zu arbeiten.

Bondarten und Gehoeuseformen:

US (Aludraht, Keramikgeh.!:

Erfordert feste und troege Bondunterlage, 2B. Keramikgehaoeuse, um
Mibration aufzunehmen.Lose Elementtraeger (Plastgeh.) sind nicht
bondbar. Golddraht ist ungeeignet, er schmiert. us ist
ausschlieszl. auf Aludreht orientiert. Deshalb gequetschte Bondung.
Unsymmatrische Bondinseln sind vorteilhaft, um unsymmetrischen
Guetschflecikk besser aufzunehmen.

TC: (Golddraht, Plastgeh.’

Jorwocermung aquf ca. 300 Grad., Alle Elementetraoeger nutzbar.,
Golddrant wunumgaenglich. Fuer Plastgehasuse ueblich. Kreisrunder
Quetschfleck, deshalb guadratische BI.

BI -~ Randgestaltung:
Innerhalb der Kontoktzone besteht die Gafohr des Abplatzens.
Deshalb Nutzung fuer aktive Schaltungsteile verboten.

Wosrmeabfuehrungs
Bei CC-Gshausen werden 2ur besseren WHeermeabfushrung aus dem
Plastgehaeuse neuverdings Kupfer—~ Elementetraesger eingesetzt. Chips



sind nicht mehr gutektisch enlegierbar, da zu grosze
Haermespannungen entstehen. Uebergang auf Klebeverfahren noetig. In
der DDR wird silbergefuellter Klebstoff produziert und in WF  und
HfQ ongewandt. In Erfurt ab 1987.

Orohtbrueckenlcengal

Generell groeszer 1 mm, um Abrisz infolge guftretender
Woermespannungen zu verhindern (ausbeute Zyklug II sinkt abil.
Maximale Drahtloenge 3 mm. Typisch scllte Draht nicht loenger als
2..:2,5 mm sein.

Draohtstoerke:
2% um = Draht i3t beim Verkappen recht instabil. Deshalb
vorzugsweise Verkappung mit 30 um - Droht.

cutektische Anlegierung des Chips:

Plastgeh.:

Eiementetraeger musz Chip um ©.2 mm auf jeder Sgite usberlappan, uUm
Bewegungespiel zu sichern. Bewegungsrichtung entlang der u—-fichse!
Keramiks

Sonotrodenuebermasz ouf jeder Seite 0.5 mm. Cesamtusbermosz =rgibt
gich aus Chipgroesze (Ritzgraben) plus i.,% mm. EBei noetiger
Massebondung =ind L= 0.5 mm zuzugsben (vor Einbau zu
bonden!. Massebondungen koennen vom Kontakiring direist auf den
Gehoeusaboden cusgefushrt werden.

Trasgerstrei fenbondung:

Erfolgt zentrisch im Abstand von 0.4 mm cuf den Kamm. Achtung!
Entstehende Anzugswinkel beachten. Drabt darf i.a. nicht ueber die
Mgtallflaeche der senachbarten BI bzw. des benachbarten
Kammkontakte gefuehrti werden -Beruehrungsgefanr. Anordnung der BI
entsprechend Kaomm guenstig, ober nicht immar realisierbar.

Bondinselraster:
Minimal 10 um. Bonder arbeiten im 3 um Sehritt,

RBondinselabstand:
Grogszer 180 um.

Bondmarkierungens

aAb  ’87/88 =sind Eoncer mit gutomatischer Chiplagenkorrektur im
Eingotz, die auf zwel diagonal angeordnete Kreuze (Pogitionsmarken)
=14 markante Layoutformen 120 um programmiart werden (B
Entwurfavorscheifil.

Kensultation Koll, Boehmer CETL12 T.2944 {(Fotolithographis?s
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Bondinselaufbousl

Ebenenfolge: E (Pass.), D (Alu}, € (Kentokt) , B (Poly).
Folyunterlage ist erforderlich, um Alu-Haftung zu VEergessSern, und
um Oberfloeche zu gloetten. gberlappung Poly - Alu 2 1¢  um.
Ahstaende laut gueltigem Entwurfsregelsatz. HKein & (akt. Gebiet
drunter!?.

Konsultotion Rolln. Wend CET2L (Jerantw. Durchlaufeorganisation’?
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#olln. Wond uebergob Troegerstreifen und Transportverr. fuer



QUIL &4 und informierte usber Durchlauforganisations

v3) 2 Monate vor Abgabe des Loyeute Zeichnung des Eondinselringes
an Kollin. Wand geben mit Mitteilung usber Baugigmenteanzahl.

Bgstellungen fuer Traegerstre!fen, Chipsonotrode wund noetige
Jorrichtungen sowie ueber wooperaticnen werden VoD Folln. Wand
hei Information durch Koll. Neudbauer (CE) nach ratifiziertem

grtrag erledigt. Pruefung des Zyklus II - Aufbaus wird durch Koll.
Kurzer Yorgenommen.

¥pnsultation Koll. Heerschelmann CEE24 (Datsnendhearbeitung)
T.2039, HA.Q2741%
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Chipgestaltung?

Bericht EPBEZ (ZfTHM-Becker) iet fugr MME noch verbindlich. Leider
nicht kopierbar. Nullpunktlage dese Chips hei &nlieferung egol.
Longe Seite des Chips sollte in y=-Richtung zeigen. Typischer
BI- Rand beginnt bet 70,70 um. Uebergobe einer G3885-Dotet waere
guenstig, ober nicht zwingend. Aufgelosste pELl (#.,POLY wird von
CEE nicht gewuenscht. pEi1i iet mit Gruppenrufen (%, PHEY =zu
ugbergeben.

axidbeseitigung om Chiprand wird durch CEE24~Hoe vorganommen.
Smemtliche Marken und Teststrukiuren werden durch CEE eingespieli.
Erpiragume auf dem Chip sind nicht erforderiich. Alla Marken warden
in den Ritzgraben eingespielt.

>»> Achtung! Spoetestens & wWwochen vor Dotansctizobgabe Infornation
an CEE geben, damit Bearbeitungskapazitael geplant werden kann!

G.Heinz



